EM - Ramcové otazky ke zkousSce

Kdy a kym byl vynalezen integrovany obvod?

N

Jaké jsou dnesni nejmoderné;jsi technologie integrovanych obvod(? Napiste hlavni vlastnosti
a charakteristiky.

Co jsou Moorovy zakony. Co popisuji?

Jakym zpUsobem se vyvijeli polovodicové technologie?

Co je efektivni hodnota stfidavého napéti?

Co popisuji Kirchhoffovy zakony? Definujte.

Ohmv zakon.
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Charakterizujte idedlIni a redlné zdroje napéti a proudu. Co je napéti naprdzdno a proud
nakratko?

9. Co je dualita napéti a proudu?

10. Co je Thevenin(v teorém? Definujte.

11. Podle Thevenina zjednoduste obvod na obrazku. Napéti U1 je 15 V a velikost odpor( R1 =
1KQ a R2 = 2.2 KQ. Vypocitejte ekvivalentni hodnoty zdroje napéti a ekvivalentni odpor.
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13. Jaké jsou charakteristické parametry rezistor(i?
14. Nakreslete prabéhy napéti a proudu na kapacitoru pfi prechodovém déji nabijeni (viz. obr. )
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15. Jak se spocita kapacita deskového kondenzatoru?

S

16. Napiste alespon tti konstrukéni druhy kapacitor( véetné jejich charakteristik.

17. Co je Fermiho hladina?

18. Co je difuzni proud v polovodicich?

19. Co je intrinsicky a co je nevlastni polovodic?

20. Definujte polovodic typu N a typu P.

21. Kde lezi Fermiho hladina v polovodici typu N a typu P? Nakreslete v pasové strukture.

22. Nakreslete metalurgicky PN prechod v teplotni rovnovaze, vyznacte oblast prostorového
naboje, ionizované akceptory a donory.

23. Nakreslete diodu s PN prechodem. Nakreslete V-A charakteristiky v propustném a zavérném
sméru.
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Co je prlrazné napéti na diodé? Jaké mechanismy prlirazu znate? Vyznacte ve V-A
charakteristice.

Nakreslete jedno pulsni usmérfovac, vysvétlete princip ¢innosti.

Nakreslete dvou pulsni usmériovac, vysvétlete princip ¢innosti.

Nakreslete mUstkovy usmérniovac, vysvétlete princip ¢innosti.

Nakreslete blokové schéma stabilizovaného zdroje.

Nakreslete strukturu a schematickou znacku NPN a PNP bipolarniho tranzistoru.
Jaké pracovni rezimy bipoldrniho tranzistoru znate? Definujte je.

Nakreslete vstupni a vystupni charakteristiky bipolarniho tranzistoru.

Nakreslete zesilovac v zapojeni se spolecnym emitorem.

Co jsou h parametry, co popisuji?

Nakreslete malosignalovy ndhradni linedrni obvod bipolarniho tranzistoru.

Co je zesilovac ve tridé ,,A”. Jak se nastaven pracovni bod.

Co je zesilovac ve ttidé ,,B“. Jak se nastaven pracovni bod.

Nakreslete strukturu tranzistoru JFET, vysvétlete, jak funguje.

Nakreslete vystupni charakteristiky JFETu, vyznacte odporovou a saturacni oblast.
Nakreslete fez tranzistorem PMOS. Vysvétlete, jak vznika inverzni vrstva.

Nakreslete vystupni charakteristiky tranzistoru PMOS, vyznacte linedrni a saturacni oblast.

Nakreslete fez tranzistorem NMOS. Vysvétlete, jak vznika inverzni vrstva.

Nakreslete vystupni charakteristiky tranzistoru NMOS, vyznacte linearni a saturacni oblast.

Co je prahové napéti tranzistoru MOSFET, jak ho miZeme ovladat (technologicky).

Co je modulace délky kanalu v MOS strukture, jak se projevi ve vystupnich charakteristikach?

Nakreslete ndhradni model pro malé signdly tranzistoru NMOS
Jaké jsou parazitni kapacity ve strukture MOS?

Nakreslete fez strukturou CMOS.

Popiste rozdil mezi tranzistorem MOSFET se zabudovanym a indukovanym kanalem.
Nakreslete schéma zapojeni zesilovace se spoleCnym sourcem s aktivni zatézi.

Jaky je rozdil mezi amorfnim a monokrystalickym kfemikem? Jaké defekty v monokrystalu

znate?

Co jsou tzv. Cisté prostory, k cemu slouzi?

Popiste zakladni kroky pfipravy kfemikovych substrata.

Jak se vyrabéji kfemikové monokrystaly?

Jaké druhy litografie znate? Cim se lisi?

Jaky druh litografie pouzivdme pro vyrobu I0? Proc¢? Kde jsou jeji hranice pouZziti?
K ¢emu slouZi fotolitografie v technologickém procesu 10?

K ¢emu slouzi leptani, jaké druhy znate, co je selektivita a co anizotropie.

Co je plazmatické leptani?

Co je termickd oxidace, jak se provadi? K ¢emu slouZi termicka oxidace ve vyrobnim procesu

10?

Co je difuze, jak se provadi? Co je rozdifundovani primési?

CO je iontova implantace, jak se provadi?

Co je naprasovani ve vyrobnim procesu |0?

Co je chemické nanaseni vrstev (CVD), k cemu se pouZiva?

Jaké vlastnosti musi mit idealni pouzdro pro integrovany obvod?

Jaké jsou pozitivni a jaké negativni disledky zmensovani rozmérd tranzistori?
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Co je SOl technologie, jaké jsou klady jaké zapory?

Co je technologie predepnutého kiemiku (Strained Silicon), jaké ma vyhody?
Co jsou MEMS struktury, kde se pouzivaji?

Co je LDD struktura? Proc je v sub-mikronovych technologiich dullezita?

Jak se realizuje metalizace v integrovanych technologiich?

Nakreslete schéma zapojeni invertoru v CMOS technologii. Nakreslete pfevodni
charakteristiku.

Nakreslete schéma zapojeni dvou-vstupého hradla NAND v CMOS technologii.
Nakreslete schéma zapojeni dvou-vstupého hradla NOR v CMOS technologii.
Co je a jak funguje prenosové hradlo CMOS

Pomoci techniky Pullup a Pulldown siti realizujte funkci F= A.B+C v technologii CMOS
Definujte kombinaéni a sekvenéni obvody

Co je multiplexor? Jak se realizuje?

Co je dekodér BCD kédu na sedmi-segmentovy?

Co je UplInd scitacka, jak se realizuje?

Co je posuvny registr? Jaké druhy zndme?

Nakreslete klopny obvod RS fizeny hodinovym signalem.

Nakreslete klopny obvod D a jeho pravdivostni tabulku

Co je D flip-flop?

Nakreslete jednu bunku statické paméti

Nakreslete jednu bufiku dynamické paméti

Nakreslete a charakterizujte strukturu EPROM, jak se programuje a jak maze?
Nakreslete a charakterizujte strukturu EEPROM, jak se programuje a jak maze?
Nakreslete a charakterizujte strukturu FLASH, jak se programuje a jak maze?



